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THERMOCHIP

Thermochip, pionero en la fabricacién y
comercializacion de paneles sandwich

en Espana, ha consolidado durante mas

de treinta y dos anos su posicién como
principal referencia en el sector de paneles
para cubierta ligera, con mas de seis
millones de metros cuadrados instalados.

Avalados por esta trayectoria en el sector de
la construccion industrializada, Thermochip
comparte su apuesta por el futuro de la
construccion: edificios industrializados,
eficientes y sostenibles.

¢QUE ES ROOF

SATE

THERMOCHIP WALL

HOUSING?

+ FLOOR

THERMOCHIP

THERMOCHIP HOUSING es la solucién industrializada H Q U S ] N G

de Thermochip que da certidumbre en el diseno y la
gjecucion de proyectos de edificios de consumo casi nulo.



THERMOCHIP HOUSING

— CC N TODOS LOS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA
— DEBERAN SER ECCN A PARTIR DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020, 31 DE DICIEMBRE DE
2018 PARA EDIFICIOS PUBLICOS.

[Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, 2010/31/UE.]

ESCENARIO Los edificios de consumo casi nulo de energia son edificios gue poseen un nivel de
eficiencia energética muy elevado los cuales se deben disenar atendiendo a los

NORMATIVO siguientes consideraciones generales:
« Estética y diseno. « Evitar sombreamientos y condensaciones.
* Primar el ahorro energético. » Soluciones econémicamente factibles:
» Proceso de montaje sencillo. « Tecnologia disponible en el mercado a
buen precio.

* Mantenimiento simple y econémico.

» Sustitucion de materiales a buen
precio.

» Reduccién de problemas técnicos.

THERMOCHIP ELEVADO CONTROL ESTANQUEIDAD
AISLAMIENTO EXHAUSTIVO DE AL PASO
HOUSING  1epyico PUENTES TERMICOS DEL AIRE

VENTAJAS PARA PRESCRIPTORES

NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Soluciones Thermochip Housing para fachadas, muros interiores, suelos y
cubiertas de paredes y techos en edificios de consumo casi nulo.

INTEGRACION BIM

Soporte al proyectista desde la fase de proyecto. Acceso a biblioteca de
objetos BIM en sitio web de Thermochip [formato RVTI.

CERTIDUMBRE
Reduccion de la incertidumbre entre el proyecto de arquitecturay su
ejecucion. Sencillez en el control de ejecucién y rapidez de montaje.
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ELEVADO
AISLAMIENTO
TERMICO

Valores de transmitancia
optimos para la envolvente
en funcién del clima

del emplazamiento.

Es fundamental la correcta
eleccion del aislamiento
en funcién del paramento
constructivo y del calculo
térmico especifico para la
localizacion del proyecto.

ELIMINACION
DE PUENTES
TERMICOS

THERMOCHIP HOUSING
proporciona una capa de
aislamiento térmico continua,
por lo que los edificios
creados con el sistema
carecen de puentes térmicos,
evitando la transmision de
temperatura y la aparicion de
condensaciones.



ESTANQUEIDAD AL
PASO DEL AIRE DE LA
ENVOLVENTE

El tratamiento de la hermeticidad
tiene gran impacto en el
comportamiento del edificio. La
capa de hermeticidad debe ser
continua. Para disenarla se sigue
la “regla del lapiz".

El diseno de la estanqueidad (al
aire y al agua) del edificio debe

ir unido a una buena ventilacion
para garantizar una renovacién
eficiente del aire interior.

ENVOLVENTE DE
AISLAMIENTO
TERMICO
CONTINUO

en funcién de las
necesidades especificas
de cada proyecto

CONTROL
DE PUENTES
TERMICOS

Capa de aislamiento
exterior continua en
todo el edificio.

ESTANQUEIDAD
AL AIRE Y AL
AGUA

Paneles con nucleo

aislante machihembrado
4 caras y juntas selladas

Otro punto fundamental es la
eleccion y correcta instalacion

de carpinterias exteriores con
elevadas prestaciones térmicas.

Estos aspectos junto con el estudio
bioclimatico del edificio para
aprovechar al maximo las energias
renovables naturales son las
claves en el diseno de edificios de
consumo casi nulo.

HOUSING -
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THERMOCHIP HOUSING

THERMOCHIPROOF

Cubiertas
THERMOCHIP SATE . Plaqa
Fachadas e Inclinada
|—|
C e .
= /
- 2

THERMOCHIP WALL

Paredes
interiores

THERMOCHIP FLOOR
Suelos

Esta guia recoge cada uno de los
componentes, especificaciones
técnicas y consejos de diseno
para proyectar edificaciones ECCN
con el sistema industrializado
THERMOCHIP HOUSING.

Industrializacion, sostenibilidad y
diseno van de la mano para crear
edificios de nueva planta y reducir
el consumo energético de las
edificaciones existentes.

HOUSING -
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THERMOCHIP ROOF

La gama THERMOCHIP de siempre. El panel para cubiertas
C U B | E R TA inclinadas THERMOCHIP ROOF estd compuesto por una
capa con una amplisima gama de acabados decorativos
en contacto con la estructura portante, un nicleo aislante
| N C |_ | N A DA continuo de poliestireno extruido machi-hembrado a 4 caras

y por un tablero hidréfugo en la cara superior del forjado.

Para evitar la colocacion posterior de elementos de

impermeabilizacién, es posible adherir al panel desde fabrica
una ldmina impermeable transpirable que aporta una funcién
extra de estanqueidad al paso del agua (THERMOCHIP PLUS).

THERMOCHIP
ROOF

Exterior

IMPERMEARBILIZACION /

Y AISLAMIENTO

PARA CUBIERTAS

Lamina impermeable transpirable (THERMOCHIP PLUS)

15 mm tablero 0SB3 Estructura
portante

AISLAMIENTO CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS

12 mm tablero de fibro-yeso .

Z PRINCIPIOS COLOCACION DE FIJACION DEL SELLADO SIN

X LOS PANELES EN PANEL CON TRES ARRUGAS DE LAS
BASICOS DE PERPENDICULAR TORNILLOS POR JUNTAS CON CINTA
INSTALACION A LAS VIGAS CADA APOYO AUTOADHESIVA

THERMOCH'P THERMOCHIP ROOF Lamina impermeable
PLUS transpirable

HOUSING - ©

THERMOCHIP PLUS



THERMOCHIP ROOF

Enrastrelado bajo teja

Evacuacién y ventilacién de cubierta. Ranurado
en la cara inferior del rastrel para evacuacion
de agua. Rastrel tratado en autoclave.

Acabado de teja
ceramica

Ladmina impermeable
transpirable (THERMOCHIP
PLUS) sellada con cinta
adhesiva negra en

juntas entre paneles:
Impermeabilizacién y
estanqueidad en cubierta.

Para el correcto
funcionamiento del
sistema de cubiertay
evitar condensaciones
intersticiales es
fundamental ejecutar

una impermeabilizacion
eficaz sobre los paneles de
cubierta.

Se recomienda la colocacion
de la ldmina impermeable
transpirable PLUS para
reducir tiempos en
ejecucion y garantizar la
impermeabilizacion de la
cubierta.

VENTILACION DE LA CUBIERTA: La presencia de una camara ventilada entre el panel THERMOCHIP y el
revestimeinto exterior evita cualquier posible aparicion de moho y condensaciones. Se recomienda garantizar
una correcta ventilacion de esta camara de aire en toda la superficie de cubierta, siguiendo las indicaciones
recogidas en el documento CTE DB HS 1, Proteccion frente a la humedad.

VER FICHAS TECNICAS PAGS. 13 Y 14

JUSTIFICACION NORMATIVA

[HE - Ahorro de energial

La solucion completa de
cubierta, independientemente
del tipo de acabado,

deberd cumplir un valor de
transmitancia Umax: 0,35 W/
m?K para zona climatica E
(mas restrictiva).

Para un panel de cubierta con
la siguiente composicion el
valor de transmitancia es U

= 0,296 W/m?K. Unicamente
con el panel, sin contar la
contribucién del resto de
materiales se cumplen los
requisitos energéticos para

cubiertas en zona climatica E
(mas restrictiva).

Composicién de panel:
15 mm tablero de 0SB
(exterior) + 120 mm
aislamiento XPS + 12
mm tablero de fibro-yeso
(interior).

[HR - Proteccion frente al
ruido]

Segun los datos los ensayos,
el indice global de reduccion
acustica ponderado A para
panel de cubierta es de

RA= 36,1 dBA.

[HS - Salubridad]

El grado de impermeabilidad
de las cubiertas no

depende de factores
climaticos. Se recomienda

la impermeabilizacién

de la cubierta mediante
THERMOCHIP PLUS, sistemas
prefabricados para la
instalacion de la cubricidon que
garanticen la estanqueidad

o mediante el sellado de las
juntas.

La pendiente minima de la
cubierta debera ser del 30%
para teja mixta 'y 32% para

teja curva.[CTE DB HS, tabla
2.10.]. Se recomienda que la
camara de aire se encuentre
correctamente ventilada
segun CTE DB HS, apartado
2.4.3.5. Es recomendable la
colocacion de la teja segln
instrucciones del fabricante.

NOTA: Para la justificacion
de CTE DB-HE y HS,
condensaciones, se
recomienda efectuar

un calculo térmico
pormenorizado.



THERMOCHIP ROOF

El panel para cubiertas planas de THERMOCHIP ROOF es
un panel formado por un tablero de fibro-yeso en contacto
con la estructura portante, por un nticleo aislante continuo
de poliestireno extruido machi-hembrado a 4 caras y por un
tablero de fibro-cemento en la cara superior de la cubierta.

CUBIERTA
PLANA

THERMOCHIP

ROOF

Transpirable (THERMOCHIP PLUS)
12 mm tablero fibro-cemento

AISLAMIENTO CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS
12 mm tablero de fibro-yeso

Exterior

Estructura portante

VER FICHAS TECNICAS PAG. 12

JUSTIFICACION NORMATIVA

[HE - Ahorro de energial

La solucion completa de
cubierta, independientemente
del tipo de acabado,

debera cumplir un valor de
transmitancia Umax: 0,35 W/
m?K para zona climética E
(mas restrictiva).

Para un panel de cubierta con
la siguiente composicion el
valor de transmitancia es U

= 0,301 W/m?K. Unicamente
con el panel, sin contar la
contribucién del resto de
materiales, se cumplen los

requisitos energéticos para
cubiertas en zona climatica E
(mads restrictiva).

Composicion del panel:

12 mm tablero fibro-
cemento (exterior) + 120
mm aislamiento XPS + 12
mm tablero de fibro-yeso
(interior).

[HR - Proteccion frente al
ruido]

Segun datos aportados por
laboratorio, el indice global de
reduccion acustica ponderado

A para panel de cubierta es de
R,= 36,1 dBA.

[HS - Salubridad]

El grado de impermeabilidad
de las cubiertas no

depende de factores
climaticos. Se recomienda

la impermeabilizacion de la
cubierta mediante ldmina
impermeable. La pendiente
minima de la cubierta plana
deberd ser del 1-5% [CTE DB
HS, tabla 2.9.] Se recomienda
que durante la ejecucion

se verifique el correcto

solape entre las ldminas
impermeables de cubierta
y la colocacién de las cintas
adhesivas en juntas entre
paneles.

NOTA: Debido a la extensa
casuistica, para la

justificacién de CTE DB-SE y

Sl se recomienda efectuar la
comprobacion estructural de
cada caso particular.Para la
justificacion de CTE DB-HE

y HS, condensaciones, se
recomienda efectuar un calculo
térmico pormenorizado.



THERMOCHIP ROOF

D.06.a

12 - THERMOCHIP

Detalle O6.a

ENCUENTRO FACHADA - CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
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02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

03. THERMOCHIP SATE

04. Acabado de mortero eldstico continuo
adherido a capa exterior de THERMO-
CHIP SATE

06. Membrana impermeable EPDM o
bituminosa

25. Perfileria para instalacion de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

37. THERMOCHIP ROOQF -cubierta plana-
(juntas selladas)

escala 1:15

30. Mortero aligerado para formacién de
pendiente

31. Ldmina impermeable tipo EPDM o
similar

32. Capa separadora y de proteccion,
antipunzonante.

33. Capa de proteccion a base de grava
(tamano 16-32 mm, emin: 5¢cm)

34. Canaldn oculto (chapa plegada)

35. Sellado con cintas en juntas entre
membranas impermeables

36. Remate de coronacion de peto

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.



THERMOCHIP ROOF

D.06.b

Las recomendaciones recogidas
en el presente documento
deberan ser adaptadas para los
condicionantes especificos de
cada proyecto y validadas por la
Direccion Facultativa, que-
dando THERMOCHIP excluida
de cualquier responsabilidad
derivada de las especificaciones
anteriores.

Detalle O6.b

ENCUENTRO FACHADA - CUBIERTA INCLINADA PLUS

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas
para estanqueidad)

02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

03. THERMOCHIP SATE

04. Acabado de mortero elastico continuo
adherido a capa exterior de THERMO-
CHIP SATE

25. Perfileria para instalacion de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

38. THERMOCHIP PLUS ROOF-cubierta
inclinada- (juntas selladas) Lamina
impermeable transpirable adherida al
panel (THERMOCHIP PLUS)

escala 1:15

46. Rastrel PLUS transversal para forma-
cién de camara ventilada (madera de
pino tratada en autoclave. Ranurado
en cara inferior de rastrel para eva-
cuacion de agua.

41. Cdmara ventilada bajo teja

42, Cubierta de teja ceramica

43. Pieza de proteccion de alero (chapa o
madera de pino tratada para clase de
riesgo IV)

44. Revestimiento de panel decorativo en
alero

45, Canaldn visto (chapa plegada) fijado
mecanicamente a panel sandwich

36. Remate de coronacion de peto

HOUSING - 13



THERMOCHIP ROOF

D.06.C

Las recomendaciones recogidas
en el presente documento
deberan ser adaptadas para los
condicionantes especificos de
cada proyecto y validadas por la
Direccion Facultativa, que-
dando THERMOCHIP excluida
de cualquier responsabilidad
derivada de las especificaciones
anteriores.

14 - THERMOCHIP

Detalle O6.C

ENCUENTRO FACHADA - CUBIERTA INCLINADA

35

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas
para estanqueidad)

02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

03. THERMOCHIP SATE

04. Acabado de mortero eldstico continuo
adherido a capa exterior de THERMO-
CHIP SATE

25. Perfileria para instalacién de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

35. Sellado con cintas en juntas entre
membranas impermeables

36. Remate de coronacién de peto

38. THERMOCHIP PLUS ROOF -cubierta
inclinada- (juntas selladas)

39. Ldmina impermeable transpirable
adherida al panel (THERMOCHIP PLUS)

escala 1:15

40. Rastrel longitudinal para formacion
de camara ventilada (madera de pino
tratada en autoclave para clase de
riesgo IV)

41. Rastrel transversal para formacion
de cadmara ventilada (madera de pino
tratada en autoclave para clase de
riesgo IV)

42. Camara ventilada bajo teja

43, Cubierta de teja ceramica

44, Pieza de proteccion de alero (chapa o
madera de pino tratada para clase de
riesgo IV)

45, Revestimiento de panel decorativo en
alero

46. Canaldn visto (chapa plegada) fijado
mecanicamente a panel sandwich
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THERMOCHIP SATE

THERMOCHIP SATE es un panel para uso en fachada y
T H E R M O C H | P muros exteriores.

SAT E Esta formado por un tablero de fibro-yeso en contacto con

la estructura portante, un nicleo aislante continuo de
poliestireno extruido machi-hembrado a 4 caras y por un
tablero de fibro-cemento.

e

THERMOCHIP SATE

EL SISTEMA DE AISLAMIENTO
CONTINUO POR EL EXTERIOR
MAS VERSATIL

SOLUCION CONTINUA DE AISLAMIENTO

Es el Unico panel sandwich para fachadas del mercado  Estructura portante

en el que las cuatro caras del panel integran un métedo 12 mm tablero de fibro-yeso
de ensamblado sin lengiietas, creando asi fachadas  AISLAMIENTO CONTINUO
mas eficientes gracias a la continuidad de aislamiento =~ MACHIHEMBRADO 4 CARAS
en toda la superficie. 12 mm tablero fibro-cemento

Adiferenciadeotros productos, elsistemadeaislamiento  Ajslamiento continuo
continuo THERMOCHIP permite crear cerramientos mas  machihembrado 4 caras
estables y homogéneos, al poder ensamblar las cuatro
caras de los paneles. Este sistema elimina la aparicion
de puentes térmicos, facilita una rapida instalacién de UNA SOLUCION de muro exterior

los paneles y garantiza el aislamiento continuo. MULTIPLES SOLUCIONES de revestimientos

16 - THERMOCHIP



THERMOCHIP SATE

SOLUCIONES DE REVESTIMIENTOS
THERMOCHIP SATE + MORTEROS ELASTICOS

Se puede optar por utilizar mortero eldstico como acabado

exterior de los paneles THERMOCHIP SATE.

El revestimiento exterior de mortero eldstico proporciona

estanqueidad frente al viento y la lluvia.

PUESTA EN OBRA

Las diferentes capas del mortero eldstico de
acabado se aplican directamente sobre la
capa exterior de fibro-cemento, realizando
el sellado continuo de la superficie exterior
de THERMOCHIP SATE e incrementando la

estanqueidad del edificio.

Se recomienda seguir las instrucciones del
fabricante en la puesta en obra del mortero.

Estructura portante

THERMOCHIP SATE. Con nucleo de

aislamiento continuo machihembrado
por las cuatro caras

=

ACABADO DE MORTERO
ELASTICO CONTINUO

Sistema multicapa flexible adherido a la
capa exterior del panel de fachada

VER FICHA TECNICA PAG. 27

JUSTIFICACION NORMATIVA

[SI - Seguridad en caso de
incendio]

Es de aplicacién la exigencia
bdsica B-s1, d0 de propagacion
exterior en medianerias y
fachadas, donde se exige la
limitacion de propagacion
de incendio por el exterior
de la edificacién. La clase
de reaccion al fuego de los
materiales que ocupen mas
del 10% de la superficie

del acabado exterior de las
fachadas serd al menos
B-s3, d2 (para fachadas con

arrangue accesible al publico

y en fachadas cuya altura
exceda de 18 m). El acabado de
mortero eldstico deberd tener
en este tipo de edificios una
reaccion al fuego minima de
B-s3-d2.

[HE - Ahorro de energial

La solucion completa de
fachada, independientemente
del revestimiento de acabado,
deberd cumplir un valor de
transmitancia Umax: 0,55 W/
m?K para zona climética E

(mas restrictiva). Con un panel
THERMOCHIP SATE de 80mm

de aislamiento se consigue

un valor de transmitancia U =

0,432 W/m?K, cumpliendo los

requisitos energéticos para la

zona E.

[HR - Proteccién frente al
ruido]

Segun los datos los ensayos,
el indice global de reduccioén
acustica ponderado A para
panel de fachada es de

RA= 36,1 dBA.

[HS - Salubridad]

Grado de impermeabilidad al
agua de lluvia: se considera
una condicion para esta
solucion de fachada igual a

R3 - C1, vélido para el grado
de impermeabilidad b5, el grado
mas alto recogido en el CTE.

Limitacién de condensaciones:
se recomienda efectuar un
calculo térmico especifico del
cerramiento para evaluar las
posibles condensaciones.

HOUSING -
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THERMOCHIP SATE

SOLUCIONES DE REVESTIMIENTOS
THERMOCHIP SATE + APLACADOS AMORTERADOS

El revestimiento de un aplacado amorterado sobre
el panel de fachada THERMOCHIP SATE aporta una
gran inercia térmica al cerramiento que, en conjunto
con el aislamiento continuo del panel de fachada,
componen un sistema de altas prestaciones en

términos energéticos.

Al ser un revestimiento masivo, su capacidad de
aislante acustico es una ventaja frente a otro tipo de

soluciones de fachada.

Mortero de cemento

Mortero-cola para colocacién de aplacado
sobre panel exterior de fibro-cemento

THERMOCHIP SATE. Con

nucleo de aislamiento continuo
machihembrado por las cuatro caras

Aplacado

Material de revestimiento exterior

de fachada

VER FICHA TECNICA PAG. 28

JUSTIFICACION NORMATIVA

[SI - Seguridad en caso de
incendio]

Es de aplicacién la exigencia
béasica S| 2 de propagacion
exterior en medianerias y
fachadas, donde se exige la
limitacion de propagacion de
incendio por el exterior de la
edificacion.

La clase de reaccién al fuego
de los materiales que ocupen
mas del 10% de la superficie
del acabado exterior de las

fachadas serd al menos B-s3,

18 - THERMOCHIP

d2 (para fachadas con arranque
accesible al publicoy en
fachadas cuya altura exceda de
18 m). El acabado amorterado
debera tener una reaccion al
fuego minima de B-s3-d2.

[HE - Ahorro de energia]

La solucion completa de
fachada, independientemente
del revestimiento de acabado,
debera cumplir un valor de
transmitancia Umax: 0,55 W/
m?K para zona climatica E
(mas restrictiva). Con un panel

THERMOCHIP SATE de 80mm
de aislamiento se consigue

un valor de transmitancia U =
0,432 W/m?K, cumpliendo los
requisitos energéticos para la
zona E, al igual que en el resto
de revestimientos de fachada
recogidos en el presente
documento.

[HS - Salubridad]

Grado de impermeabilidad al
agua de lluvia: se considera
una condicién para esta
solucién de fachada igual a

R3 - C1, vélido para el grado
de impermeabilidad 5, el grado
mas alto recogido en el CTE.
Limitacién de condensaciones:
se recomienda efectuar un
calculo térmico especifico del
cerramiento para evaluar las
posibles condensaciones.



THERMOCHIP SATE

SOLUCIONES DE REVESTIMIENTOS

THERMOCHIP SATE + FACHADAS VENTILADAS

La fachada ventilada facilita la
refrigeracion del edificio en verano
y controla la disipacion del calor

en invierno, por lo que se convierte
en un revestimiento muy adecuado
para el sistema THERMOCHIP SATE.

Ademads de favorecer el ahorro
energético, la circulacién de aire en
la cdmara reduce los fenomenos
de condensacién y humedad que
existen en fachadas tradicionales.

Sistema de fachada ventilada

Cinta adhesiva
impermeable para sellado
de juntas entre paneles

Tablero de fibro-cemento
Capa exterior de THERMOCHIP SATE

THERMOCHIP SATE con nucleo de aislamiento continuo
machihembrado por las cuatro caras

VER FICHAS TECNICAS PAGS. 29

JUSTIFICACION NORMATIVA

[SI - Seguridad en caso de
incendio]

Para fachadas accesibles al
publico y fachadas que excedan
18 m de altura, los materiales
gue ocupan mas de un 10%

de la superficie interior de la
camara ventilada deberdn tener
una reaccion al fuego minima
de B-s3-d0.

El panel exterior, tablero de
fibro-cemento de THERMOCHIP
SATE, posee una reaccion

al fuego clase A, lo cual lo

convierte en un sistema idéneo
para aplicaciones en fachada en
contacto directo con la cdmara

de ventilacion.

[HE - Ahorro de energial

La solucion completa de
fachada, independientemente
del tipo de acabado,

deberd cumplir un valor de
transmitancia Umax: 0,55 W/
m?K para zona climética E
(mas restrictiva). Para un panel
de fachada con la siguiente
composicion, el valor de

transmitancia es U = 0,432 W/
m?2K. Unicamente con el panel,
sin contar la contribucion del
resto de materiales se cumplen
los requisitos energéticos para
cubiertas en zona climéatica E
(mas restrictiva).

Composicién de panel:

10 mm tablero fibro-
cemento (exterior) + 80
mm aislamiento XPS + 12
mm tablero de fibro-yeso
(interior).

[HS - Salubridad]

Grado de impermeabilidad al
agua de lluvia: se considera
una condicion para esta
solucion de fachada igual a

B3 -C1, vélido para el grado de
impermeabilidad 5, el grado
mas alto recogido en el CTE.

NOTA: Para la justificacion

de CTE DB-HE y HS,
condensaciones, se recomienda
efectuar un calculo térmico
pormenorizado.

HOUSING -
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THERMOCHIP SATE

THERMOCHIP SATE no es de uso exclusivo
en obra nueva. Con THERMOCHIP SATE

es posible revestir por el exterior un
edificio existente proporcionandole una
capa continua de aislamiento y una base
firme y estable para cualquier tipo de
revestimiento.

De este modo y con una intervencién sencilla,
minimizando el impacto en los usuarios en el
interior de sus viviendas, es posible resolver
los puentes térmicos que presenta el edificio
asegurando una reduccién drastica en el
consumo energético.

VENTAJAS

« Aumento del aislamiento térmico.

* Mejora del comportamiento acustico.

« Ahorro en la factura energética.

* Minimo impacto para los usuarios del
edificio en el interior de su vivienda.

* No se reduce la superficie util del
interior de la vivienda.

» Mejora del confort térmico del
usuario.

» Revalorizacién del inmueble.

» Acepta cualquier tipo de
revestimiento.

El aislamiento continuo exterior (SATE) de una fachada no sélo frena la pérdida
de calor en invierno sino que ayuda a regular la entrada de calor en verano.

De esta forma se produce un ahorro de energia en calefaccion y aire
acondicionado, reduciendo la hipoteca energética de las edificaciones.

Se mejora el confort interior de las viviendas y se disminuyen las emisiones de

CO2 a la atmosfera.

AHORRO
Y CONFORT

REHABILITACION
ENERGETICA

DE EDIFICIOS

THERMOCHIP SATE

HOUSING - 21



THERMOCHIP SATE

Segun datos del IDAE (Instituto para la Diversificacion y
Ahorro de la Energia), los sistemas SATE aseguran drasticas

f reducciones de la energia disipada al exterior, demostrando
una disminucion del consumo de combustibles préximo al
\a 30% y estiman que la inversidn realizada para la instalacion

del sistema se amortiza de media en los cinco anos siguientes.

[ e

Muro de fachada existente m m

THERMOCHIP SATE. Con nucleo de aislamiento
continuo machihembrado por las cuatro caras,
colocado sobre muro de fachada existente.

Revestimiento multicapa de mortero
eldstico continuo

éCUAL ES LA MEJORA ENERGETICA DEL CERRAMIENTO?

La tabla siguiente recoge un ejemplo comparativo de los valores de transmitancia [U] de una fachada
convencional tipo antes y después de la intervencion con THERMOCHIP SATE.

FACHADA BASE SATE + Fachada base

FACHADA BASE: THERMOCHIP SATE:
1/2 pie de ladrillo perforado Acabado de mortero elastico
Mortero de cemento Tablero fibro-cemento [12 mm]
Camara de aire Aislamiento XPS [60 mm]
Tabique ladrillo sencillo Tablero fibro-yeso [12 mm]
Enlucido interior + FACHADA BASE
U=1,256 W/ m*K U=0,412W/m?K

22 - THERMOCHIP



THERMOCHIP SATE

Detalle Ol.b

THERMOCHIP SATE FACHADAS

/'jl\
(2)
&/
(3)
O/

Exterior

escala 1:10

D ‘I THERMOCHIP SATE
. . [exterior]

1. 12 mm tablero de fibro-cemento

2. AISLAM. CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS [XPS]
3. 12 mm tablero de fibro-yeso

[estructura portante]

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores. HOUSING - 23



THERMOCHIP SATE

Detalle O2.d

DETALLE PLANTA ENCUENTRO SATE Y WALL

L

Interior

N ¥ e ¥ 2 Y g

CHIEAAAAAAAAA/

NAAAAAAAAANAAAAANAN
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L

Exterior

escala 1:15

D.02.d

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
24 - THERMOCHIP THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.



Detalle O3

ENCUENTRO FACHADA CARPINTERIA

Interior

Seccion

Extarior

Interior

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas para
estanqueidad)

0O4. Acabado de mortero elastico continuo adheri-
do a capa exterior de THERMOCHIP SATE

O5. Aislamiento térmico poliestireno extruido XPS

17. THERMOCHIP SATE (cinta adhesiva impermea-
ble para sellado de juntas entre paneles)

21. Cinta adhesiva enfoscable para sellado de
junta exterior de carpinteria

22. Cinta selladora autoexpansiva para carpinte-
rias exteriores

23. Chapa vertical de remate lateral de mortero
en alféizar

24. Chapa horizontal de alféizar

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando

THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

THERMOCHIP SATE

HOUSING -
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THERMOCHIP SATE

D.04

26 - THERMOCHIP

Detalle O4

4

ENCUENTRO FACHADA - FORJADO INTERMEDIO

OO

LA AN S A A AR

WIS

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas
para estanqueidad)

02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

03. THERMOCHIP SATE

04. Acabado de mortero elastico continuo
adherido a capa exterior de THERMO-
CHIP SATE

0O5. Aislamiento térmico poliestireno
extruido XPS

08. THERMOCHIP FLOOR (juntas selladas)

escala 1:15

09. Panel técnico para suelo radiante
(chapa metalica superior)

10. Membrana separadora de proteccion
de chapa metalica

11. Tablero de fibro-yeso para suelo e: 12
mm

12. Pavimento interior

25. Perfileria para instalacion de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.



THERMOCHIP SATE

D.02.a"

Las recomendaciones
recogidas en el presente
documento deberan ser
adaptadas para los condicio-
nantes especificos de cada
proyecto y validadas por la
Direccion Facultativa, que-
dando THERMOCHIP excluida
de cualquier responsabilidad
derivada de las especificacio-
nes anteriores.

Detalle O2.a

ENCUENTRO FACHADA MORTERO - SUELO

Forjado ventilado

THERMOCHIP WALL (juntas selladas

para estanqueidad)

Estructura (aislamiento adicional

interior entre estructura)

3. THERMOCHIP SATE

4. Acabado de mortero eldstico con-
tinuo adherido a capa exterior de
THERMOCHIP SATE

5. Aislamiento térmico poliestireno
extruido XPS

6. Membrana impermeable EPDM o
bituminosa

7. Capa perimetral de grava

8.
9.

10.

1.

12.
13.

4.

escala 1:15

THERMOCHIP FLOOR (juntas selladas)
Panel técnico para suelo radiante
(chapa metalica superior)
Membrana separadora de proteccidn
de chapa metalica

Tablero de fibroyeso para suelo e: 12
mm

Pavimento interior

Cinta separadora tipo EPDM corta
humedad de capilaridad

Perfil metalico de arranque de mor-
tero elastico continuo (formacién de
goterdn)

HOUSING - 27



THERMOCHIP SATE

Detalle O2.b

ENCUENTRO FACHADA APLACADA AMORTERADO - SUELO

Forjado ventilado

escala 1:15

D 2 15. Mortero de cemento cola para colo- 16. Aplacado: revestimiento exterior de
. . cacién de aplacado fachada

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
28 - THERMOCHIP THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.




THERMOCHIP SATE

Detalle O2.c

ENCUENTRO FACHADA VENTILADA - SUELO

— —
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Forjado ventilado

escala 1:15

17. THERMOCHIP SATE (cinta adhesiva imper- fijado a estructura portante
. . C meable para sellado de juntas entre paneles) 19. Fachada ventilada

18. Rastrel para formacién de fachada ventilada 20. Rejilla anti roedores

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores. HOUSING - 29
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THERMOCHIP
WALL

THERMOCHIP
WALL

CADA PROYECTO
ES UNICO

El espesor del niicleo
aislante puede variar
segun las necesidades
de aislamiento de cada
proyecto (emplazamiento,
requisitos energéticos,
etc).

15 mm tablero de yeso con
proteccion antifuego
12 mm tablero fibro-yeso

AISLAMIENTO CONTINUO
MACHIHEMBRADO 4 CARAS
12 mm tablero de fibro-yeso

Estructura
portante

THERMOCHIP WALL

THERMOCHIP WALL es un panel para uso en muros
interiores de la envolvente.

Estd compuesto por un tablero de fibro-yeso en contacto
con la estructura portante, un ntcleo aislante continuo de
poliestireno extruido machihembrado cuatro caras, y hacia
el interior de la vivienda, un tablero de yeso antifuego y un
segundo tablero de fibro-yeso.

Interior

HOUSING - 31



THERMOCHIP WALL

Exterior

laminado.

Institute)].

Interior

CONSEJOS DE DISENO

ESTANQUEIDAD EN EDIFICIOS ECCN

Para satisfacer el criterio de estanqueidad al paso del aire de la
envolvente, una de las consideraciones para la construccién de
edificios ECCN, es necesario definir una capa de estanqueidad para
el buen funcionamento de la ventilacion mecanica, controlada con
recuperador de calor.

Consiste en una capa hermética que envuelve el espacio calefactado
del edificio. Esta capa de hermeticidad debe ser continua y puede
resolverse mediante una capa de enyesado continuo sobre la cara
interior de los paneles: THERMOCHIP WALL.

Otra solucién es plantear la capa hermética en los tableros de yeso

[Valor de q50 para tableros de yeso laminado entre 0,002-0,03 m®/
m?/h, menor que 0,06 m*/m?/h, recomendado por PHI (Passive House

J Se recomienda el tratamiento de todas las juntas entre placas con un
sellado estanco al aire y durable en el tiempo.

Segun la configuracion de la envolvente es posible que en algunas zonas climaticas sea necesaria la
incorporacién de un freno o barrera de vapor para limitar las condensaciones intersticiales. En el caso del
nucleo de aislamiento continuo de poliestireno extruido (XPS) que tiene un factor de resistencia a la difusion del

vapor de agua p =150 [dato recogido en ETE 08/0295].

El espesor en los paneles THERMOCHIP es superior al minimo recogido en CTE y, por tanto, el ntcleo de
aislamiento se considera barrera de vapor. El machihembrado en sus cuatro caras y el sellado de las juntas
garantiza su continuidad para evaluacién de las condensaciones.

NOTA: Segun CTE DB HS, barrera contra el vapor es un elemento que tiene una resistencia a la difusiéon de
vapor mayor que 10 MN-s/g equivalente a 2,7 m%*h-Pa/mg.

JUSTIFICACION NORMATIVA

NOTA:

Segun ETE 08/0295 del
producto, los paneles con
capas a base de tableros de
yeso antifuego y fibro-yeso, les
corresponde una clasificacion
de reaccion al fuego basada
en ensayos en laboratorio
especializado igual a B-s1, d0.

[SI - Seguridad en caso de
incendio]

Para panel con capa interior

a base de tablero de yeso
laminado, la clase de reaccion
al fuego se corresponde con
B-s1, d0, cumpliendo las
condiciones de la tabla 4.1.[CTE
DB SI 1, Propagacion interior] ,
lo cual lo hace especialmente
interesante para edificios
comunitarios y de publica
concurrencia.

[HE - Ahorro de energia]
Las particiones interiores
deberan cumplir un valor de

32 - THERMOCHIP

transmitancia Umax: 0,70 W/
m?K para zona climética E (méas
restrictiva).

Para un panel con la siguiente
composicion el valor de
transmitancia es U = 0,530 W/
m?K. Unicamente con el panel,
sin contar la contribucién del
resto de materiales se cumplen
los requisitos energéticos para
cubiertas en zona climatica E
(mds restrictiva).

Composicién de panel:

12 mm tablero fibro-yeso
(exterior) + 60 mm aislamiento
XPS + 12 mm tablero fibro-yeso
- 15 mm tablero de yeso PPF
antifuego (interior).




Detalle Ol.c

THERMOCHIP WALL MURO INTERIOR

Interior

THERMOCHIP WALL
D O] C [interior]

4. 15 mm tablero de yeso laminado resistente a fuego
3. 12mm tablero fibro-yeso

2. AISLAM. CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS [XPS]
3. 12 mm tablero de fibro-yeso

[estructura portante]

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.

THERMOCHIP WALL

escala 1:10

HOUSING - 33



THERMOCHIP WALL

Detalle O5.a

ENCUENTRO PARTICION INTERIOR WALL/YESO LAMINADO
FORJADO INTERMEDIO

ODIE)

D.05.a

34 - THERMOCHIP

02. Estructura (aislamiento adicional
interior entre estructura)

08. THERMOCHIP FLOOR (juntas selladas)

09. Panel técnico para suelo radiante
(chapa metalica superior)

10. Membrana separadora de proteccion
de chapa metalica

11. Tablero de fibro-yeso para suelo e: 12
mm

escala 1:15

12. Pavimento interior

25. Perfileria para instalacion de falso
techo

26. THERMOCHIP DECO

28. Cinta aislamiento acustico(reduc-
cion de transmision de ruido aéreoy
estructural )

27. Tablero yeso laminado

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.



THERMOCHIP WALL

Detalle O5.b

ENCUENTRO PARTICION WALL/WALL FORJADO INTERMEDIO

escala 1:15

O1. THERMOCHIP WALL (juntas selladas 11. Tablero de fibro-yeso para suelo e: 12
para estanqueidad) mm

02. Estructura (aislamiento adicional 12. Pavimento interior
interior entre estructura) 25. Perfileria para instalacion de falso
08. THERMOCHIP FLOOR(juntas selladas) techo
09. Panel técnico para suelo radiante 26. THERMOCHIP DECO
(chapa metalica superior) 28. Cinta aislamiento acustico(reduc-
10. Membrana separadora de proteccion cion de transmision de ruido aéreoy
de chapa metalica estructural )

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores. HOUSING - 35



THERMOCHIP WALL

Detalle Ol.a

THERMOCHIP SATE - THERMOCHIP WALL
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escala 1:10

D ‘I THERMOCHIP SATE
. . a [exterior]

1. 12 mm tablero de fibro-cemento
2. AISLAM. CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS [XPS]
Las recomendaciones 3. 12 mm tablero de fibro-yeso

recogidas en el presente lestructura portante]
documento deberan ser

adaptadas para los condicio-

nantes especificos de cada THERMOCHIP WALL

proyecto y validadas por la linterior]

5;?5;'?:1g;i,luétg:",v;é?(gada 4. 15 mm tablero Qe yeso laminado resistente a fuego
de cualquier responsabilidad 3. 12mm tablero fibro-yeso

derivada de las especificacio- 2. AISLAM. CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS [XPS]

nes anteriores. 3. 12 mm tablero de fibro-yeso

[estructura portante]
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THERMOCHIP FLOOR

THERMOCHIP FLOOR es la solucién del sistema
T H E R M O C H | P THERMOCHIP HOUSING para forjados (interiores entre
plantas y forjados sanitarios). El panel séndwich se instala

I: LO O R sobre la estructura portante del forjado y una banda de

caucho para reducir la transmision de ruidos de impacto.

Sobre él se coloca un tablero de alta densidad para

su acondicionamiento acustico y un panel técnico
industrializado de suelo radiante, configurable segun las
demandas energéticas del proyecto. Este panel, fabricado
ad hoc y mecanizado longitudinalmente, alberga la tuberia
de la calefaccion, cubierta por un tablero de fibro-yeso que
servird de soporte del revestimiento final de la estancia
(madera, cerdmica, etc).

Cara superior de forjado

THERMOCHIP
FLOOR

12 mm tablero de fibro-yeso
AISLAMIENTO CONTINUO

MACHIHEMBRADO 4 CARAS
12 mm tablero de fibro-yeso

Estructura portante

38 - THERMOCHIP



THERMOCHIP FLOOR

Panel técnico para suelo radiante

Panel mecanizado longitudinalmente ad hoc
para albergar la instalacidn de calefaccidn de
suelo radiante por agua. Chapa metalica en capa
superior para mejora de la transmisidn de calor.

Pavimento interior

Membrana separadora
Para proteccién de la chapa metdlica
del panel técnico para suelo radiante

Tablero de
fibro-yeso

Panel

Tablero de acondicionamiento THERMOCHIP FLOOR

acustico de 10 mm

CONSEJOS DE DISENO
COLOCACION DE PANELES LA ESTRUCTURA:

Se recomienda la colocacion de los paneles
perpendicular a los apoyos, descansando en la
estructura portante sobre los lados menores. Cada
panel debera colocarse sobre un minimo de cinco
apoyos, considerando una separacion maxima entre
ellos de 600 mm.

Se recomienda colocar los paneles a tresbolillo:
alterando las juntas transversales entre paneles,
de manera que los lados mayores queden
perpendiculares a los apoyos.

FIJACION A LA ESTRUCTURA PORTANTE: La fijacion de los paneles se realizard mediante tornilleria, con un
minimo de tres tornillos por apoyo. Se recomienda que la colocacion de fijaciones y la separacidn respecto a
la estructura portante sean las indicadas en base a una comprobacién estructural especifica para cada caso
[segun las indicaciones recogidas en CTE DB SE].

JUSTIFICACION NORMATIVA

[HE - Ahorro de energial

La soluciéon completa de suelos
en contacto con el aire (forjado
sanitario) deberd cumplir un
valor de transmitancia Umax:
0,35 W/m?K para zona climatica
E (mas restrictiva segun CTE).
Se recomienda efectuar un
calculo térmico pormenorizado
para hallar la transmitancia (U)
real del cerramiento.

Para un panel de forjado con la
siguiente composicion el valor
de transmitancia es

U =0,299 W/m?K. Unicamente
con el panel, sin contar la
contribucion del resto de
materiales se cumplen los
requisitos energéticos para
cubiertas en zona climatica E
(més restrictiva).

Composicion de panel:

12 mm tablero fibro-yeso
(exterior) + 120mm aislamiento
XPS + 12 mm tablero fibro-yeso

[HR - Proteccion frente al
ruido]

Segun datos aportados por
laboratorio, el indice global de
reduccion acustica ponderado A
para panel THERMOCHIP FLOOR
es de RA= 53 dBA.

[HS - Salubridad]

Si se trata de un forjado
sanitario, segun CTE DB HS
2.2.Suelos, serd necesaria la
ventilacion del espacio entre

el terrenoy el suelo elevado,
siguiendo las recomendaciones

establecidas en CTE para este
punto [CTE DB HS 2.2.2., V.].
También se debera sellar el
encuentro entre suelo elevado
y muro mediante una ldmina
impermeable transpirable,
adecuadamente solapada, para
proteger la union.

NOTA: Debido a la extensa
casuistica, para la
justificacion de CTE DB-SE y
Sl se recomienda efectuar la
comprobacion estructural de
cada caso particular.

HOUSING -
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THERMOCHIP FLOOR

Detalle O1.d

THERMOCHIP FLOOR + SUELO RADIANTE Y PAVIMENTO

escala 1:10

THERMOCHIP FLOOR

D O] d 1. 12 mm tablero de fibro-yeso
’ - 2. AISLAMIENTO CONTINUO MACHIHEMBRADO 4 CARAS [XPS]

3. 12 mm tablero de fibro-yeso

CAPA SUPERIOR calefaccion y revestimiento pavimento

9. Panel técnico para suelo radiante ( chapa metalica superior )
10. Membrana separadora de proteccion

11. Tablero fibro-yeso solera 20mm

12. Pavimento interior

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
40 - THERMOCHIP THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores.



THERMOCHIP FLOOR

Detalle O5.c

ENCUENTRO PARTICION INTERIOR DECO - FORJADO INTERMEDIO

escala 1:15

02. Estructura (aislamiento adicional 12. Pavimento interior
D O 5 interior entre estructura) 25. Perfileria para instalacion de falso
" . 08. THERMOCHIP FLOOR (juntas selladas) techo

09. Panel técnico para suelo radiante 26. THERMOCHIP DECO
(chapa metalica superior) 28. Cinta aislamiento acustico(reduc-

10. Membrana separadora de proteccion cion de transmision de ruido aéreoy
de chapa metalica estructural )

11. Tablero de fibro-yeso para suelo e: 12
mm

Las recomendaciones recogidas en el presente documento deberdn ser adaptadas para los
condicionantes especificos de cada proyecto y validadas por la Direccion Facultativa, quedando
THERMOCHIP excluida de cualquier responsabilidad derivada de las especificaciones anteriores. HOUSING - 41



CONSIDERACIONES GENERALES

RESUMEN DE
CONSIDERACIONES

El sistema THERMOCHIP HOUSING est4 compuesto, Las recomendaciones aqui recogidas deberan ser
como se ha detallado en el presente documento, por adaptadas para los condicionantes especificos de
diferentes paneles utilizados en usos individuales. cada proyecto y validadas por la Direccién Facultativa,
Todos ellos unidos en un mismo edificio proporcionan gquedando THERMOCHIP excluida de cualquier

un resultado inmejorable ante todos los requerimientos responsabilidad derivada de las especificaciones
normativos, exigencias de diseno y necesidades de uso. anteriores.

Inmejorable comportamiento en el aislamiento
térmico con rangos por debajo de los 0,10
kwm?/°K, aportando una eficiencia energética
al edificio cierta y perdurable, que suprime

los puentes térmicos y favorece el ahorro en
calefaccion y refrigeracion.

Aislamiento continuo en doble capa en toda

la envolvente, estanqueidad absoluta a paso
de aire y agua y el grado de impermeabilidad
mas elevado, asegurando un ahorro energético
considerable.

Sin tener en cuenta los revestimientos

finales de fachada y de interior, el sistema
THERMOCHIP HOUSING aporta mds de 52 dBA
R(A) en cuanto a aislamiento acustico.

Comportamiento de clasificacion de reaccion
a fuego B-s1, d0 en ambas caras exteriores,
ademads de en las caras interiores en contacto
con la estructura portante donde existe un
requerimiento de clasificacién B-s3,d0 segun
tabla 4.1 del SI.
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En lo que respecta a resistencia a fuego el
sistema THERMOCHIP HOUSING para fachadas
aporta EI120 dando respuesta no solo a
requerimientos de fachadas, sino también al de
medianeras en residencial y terciario.

El sistemma THERMOCHIP HOUSING permite
el desarrollo y diseno de cualquier tipo

de arquitectura y diseno de los edificios

gue lo utilicen, aportando certidumbre de
comportamiento y adaptabilidad para cada
proyecto.

Al ser mas flexible y adaptable, THERMOCHIP
HOUSING consigue un importante ahorro en

el coste de instalacion, ya que, gracias a su
sistema de fabricacion, la puesta en obra se
reduce enormemente en tiempo, mano de obra y
transporte, ademas de la fiabilidad en los plazos 'y
las cantidades necesarias del proyecto.

La tecnologia y el concepto Industria 4.0 se dan
la mano en el sistema THERMOCHIP HOUSING
con posibilidades de desarrollo de proyectos

a través de modelos BIM y de un proceso
industrial de fabricacién de ultima generacion.



CONSIDERACIONES GENERALES

VENTAJAS RESPECTO
AL MINIMO NORMATIVO

APLICACION EXIGENCIA NORMATIVA THERMOCHIP HOUSING

HE - AHORRO DE ENERGIA

AISLAMIENTO TERMICO (W/mZ2K)

Fachada 0,65 0,285
Suelo 0,35 0,299
Cubierta 0,35 0,290

PERMEABILIDAD AL AIRE (m3/m?/h)
Todas 0,06 0,002
HR - PROTECCION FRENTE AL RUIDO (dBA)
Todas 25-53 52,1

HS - SALUBRIDAD
IMPERMEABILIZACION (Grados CTE)

Todas 1-5 5
CONDENSACIONES (MN:s/g)
Todas >10 15

Sl - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
RESISTENCIA AL FUEGO

Todas EI 30 - EI120 El 120
REACCION AL FUEGO
Todas C-s2,d0 - B-s1,d0 B-s1,d0
CAMARA CON INSTALACIONES

Todas B-s3, d0 B-s1,d0
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